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(57) Abstract: Process for producing an electronic module that is intended for implementation in a dual portable object, characterized
in that it includes at least the following steps: » Using a single-sided film (4) consisting of one or more contact zones (3) and a dielectric
comprising one or more openings; * Using a substrate (6) comprising one or more electrically conductive zones that are intended for the
contactless communication of the object; * Fixing said single-side film (4) and said substrate (6) together; » Positioning an integrated
circuit (20) and connecting it to the contact zones (3) of the single-sided film and at least one terminal of at least one of said electrically
conductive zones; * Depositing a protective layer (21) surrounding at least said integrated circuit. Module obtained by means of the
process.

(57) Abrégé : Procédé de fabrication d'un module électronique destiné a étre implémenté dans un objet portatif dual caractérisé en
ce qu'il comporte au moins les étapes suivantes : * Utiliser un film simple face (4) constitu¢ par une ou plusieurs zones de contacts
(3) et un diélectrique comprenant un ou plusieurs orifices, * Utiliser un substrat (6) comprenant une ou plusieurs zones €lectriquement
conductrices destinées a lacommunication sans contact de 'objet, * Solidariser ledit film simple face (4) et ledit substrat (6), * Positionner
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un circuit intégré (20) et le connecter aux zones de contacts (3) du film simple face et au moins a une borne d'au moins une desdites
zones ¢lectriquement conductrices, * Déposer une couche de protection (21) englobant au moins ledit circuit intégré. Module obtenu
par le procédg.



